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(54) Title: THIN-FILM ASSEMBLY AND METHOD FOR PRODUCING SAID ASSEMBLY 



(54) Bezeichnung: DUNNSCHICHTANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER SOLCHEN 
DUNNSCHTCHTANORDNUNG 




^ (57) Abstract: The invention relates to a thin-film assembly (1) comprising a substrate (2) and at least one electronic thin-film 
component (8) that has been applied to the substrate using thin-film technology. The substrate is equipped with a base electrode (4) 
that is provided with thin-film layers that fonn part of the thin-film component (8), in addition to an upper top electrode (9). The 
^ substrate (2) is configured as a printed circuit board that is known per se, comprising an insulation material base body (3) and a metal 
^ lining thai acts as a conductor layer (5), the latter (5) forming the base electrode (4) and being polished for this purpose al least at 
1/^ the location of the thin-film component (8). A contact layer (18), created by thin-film technology, is provided between the polished, 
g optionally reinforced conductor layer (5) and the thin-film layers of the thin-film component (8) that lie above said conductor layer, 
w said contact layer being physically or chemically adsorbed on the surface of the base electrode (4) 
IT) 

^ (57) ZusaiTunenfassung: Dunnschichtanordnung ( I) mil einem Substrat (2) und zumindest einem auf dem Substrat in Dunnschicht- 
^ technik aufgebrachten elektronischen Dunnschichtbauelement (8), wobei auf dem Substrat eine Grundelektrode (4) voriiegt. auf der 

Ozum Diinnschichtbauelemenl (8) gehorigen Dunnschichten einschliesslich einer oberen Deckelektrode (9> angeordnel sind; das Sub- 
strat 
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VeroffenUicht: 

mit imemationalem RecJierchenbericht 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 
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